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JKD-902-H、COB、集成封装胶技术规格书

一、产品功用及特点：

JKD-902是一款加成型中温固化有机硅封装胶，是各种大功率集成 COB的专用封装硅胶,胶体具有固化快，固化后

具有良好的硬度和韧性，耐高低温性能，附着力强，不龟裂，还具有透光率高，折射率高、热稳定性好、应力小、吸

湿性低等特点，胶体的具体特点如下：

1、其具有优异的抗候性能，可在-60--250℃范围内长期使用；

2、具有优异的附着力，对 PCB、PPA、金属等都能很好的粘接；

3、具有优异的透光率和折射率，透光率＞95%，折射率＞1.41；

4、具有应力小，吸湿性低等特点，能最大限度的保证封胶后的稳定性；

5、具有较高的硬度，硬度大于 55A。

二、主要技术参数：

技术参数 主要数据

固化前

外观 A：无色透明 B：半透明液体

粘度（CPS） A：5500±200，B：3200±200

混合粘度（CPS） 4000±200

可操作时间（25℃） 8-10hr

固化时间（80℃/150℃） 1hr/4hr

固化后

透光率 95.3%

折射率 1.41

邵氏硬度(HA) 55-58

热膨胀系数(w/m.k) <160PPM/℃

拉伸强度 6.3 MPa

介电常数 3.5



备注： 以上数据为

实验室即时检测数据，部分数据可能会因不同检测仪器之间的误差而有所不同，最终数据以客户实测数据为准。

三、使用方法：

1、将 A、B两个组分的胶水按照重量比 1:1的比例混合均匀；（混胶时一定要保证不带入其余杂质，最好用干净的

专用容器以及搅拌棒）；

2、将混合好的胶水放进排泡装置中进行排泡，待气泡排除完毕后再进行封装灌封；

3、封胶后应先在 80℃烘烤 1小时，然后将温度提高到 150℃烘烤 4小时，待胶体完全固化后，让其自然冷却至常

温即可进行后续操作；

注意：整个操作建议在干燥无尘的环境中进行，封胶前需对支架进行高温处理（150 度烘烤 1-2 小时除湿）。

四、注意事项：

1、添加荧光粉后应保证与胶水完全混合均匀；

2、本胶水不能与其它胶水混用；

3、混合好后的胶水必须进行排泡处理；

4、脱泡时，待肉眼看不到气泡即可，应避免脱泡时间过长使胶水温度升高从而造成胶体可操作时间减少，已配好

的胶尽量在 10小时内用完；

4、封胶后一定要按照 80度先烘烤 1小时，然后升温到 150度烘烤 4小时，以避免直接高温烘烤造成表面起皱影

响美观。

五、特别提醒：

某些材料和物质可能会阻碍胶水的固化必须避免接触此类物质，这些物质包括:

1、 橡胶手套等橡胶类物质；

2、 有机锡和其它有机金属化合物；

3、 硫、聚硫化物、或其它含硫化合物；

4、 胺、聚氨酯橡胶或含氨化合物；

5、 磷、亚磷或含亚磷化合物；

6、 某些助焊剂残留物。

如果对某种基材是否会阻碍胶水固化存在疑问，可做相容性实验来测试，如果疑问基材与胶体之间存在不

固化胶体说明此基材会阻碍固化，不能使用。

●以上技术信息仅供参考，使用前请进行充分的必要性测试，以上介绍的用途无法保证是否有抵触的专利

问题。我司材料是针对与一般工业用途开发的产品，如有其它特殊用途请先进行测试。

体积电阻率 ＞1.0×1015


